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INTRODUCAO

A area de micro e nano eletronica é de carater estratégico para 0s paises,
pois oferece a sua industria e ao meio académico e cientifico plataformas
necessarias para suas demandas de pesquisa, desenvolvimento e inovacao
em sistemas integrados inteligentes, aplicacoes espaciais e de defesa, da
area da saude, fotOnica, entre outras.

O CTI, como um apoiador nacional, tem disponibilizado sua infraestrutura
laboratorial aberta para suportar parte do ciclo de vida destas solucoes.
Ocupando cerca de 400 m? de instalacOes renovadas de salas limpas, o
LAmina (Laboratério Aberto de Micro e Nanofabricacdo) com diversos
ambientes classe 1000 até classe 10, e parte dessa infraestrutura,
permitindo realizar processos de desenvolvimento de dispositivos diversos
sobre substratos rigidos e flexiveis, como: processos de gravacao direta a
laser para mascaras litograficas, replicacao de mascaras por litografia de
contato, etapas de micro fabricacao a exemplo de deposicao de

fotorresiste, gravacao, revelacao, corrosao seca e umida e metrologia
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LAmina — Area de processos litogréaficos.

OBJETIVO

O objetivo divide-se em duas frentes sendo a primeira contribuir para a
operacao do LAmina, nos moldes de laboratorios abertos multiusuarios,
apoiando usuarios internos e externos na execucao dos projetos de P&D
previamente submetidos e aprovados, contribuindo assim para a operacao
continua do LAmina, tornando-o acessivel a universidades, centros de
pesquisa, empresas, startups e empreendedores individuais. A segunda
frente é realizar pesquisa e desenvolvimento em materiais, processos de
prototipagem, teste e caracterizacao de filmes finos para fabricacao de micro
e nano dispositivos.

ATIVIDADES

PROCEDIMENTOS DE MELHORAMENTO E GERENCIAMENTO DE
PROCESSOS TECNOLOGICOS NO CTI.

- Documentos de normatizacao de seguranca para 0S usuarios do
laboratério LAmina;

- Levantamento e acompanhamento das quantidades de todos 0s iInsumos
disponiveis no LAmMIna;

- Relacionamento de todos 0s equipamentos e respectivas funcoes
disponiveis no LAmMIna;

- Apoio de logistica de insumos utilizados no laboratorio LAmina;

- Melhoria na logistica de alguns equipamentos;

- Medicao periodica para controle de particulas nas salas do Lamina.

APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE CAPACITACOES DO CTI NA
AREA DE MICRO FABRICACADO.

-Fabricacao de dispositivos SAW utilizando técnicas de litografias direta e
Inversa.

- 12 litografia

O — limpeza — deposicao — | pré-cura| — exposicao com — revelacao

substrato fotoresiste foto mascara padroes
substrato ataque remocao
Li2TiOs+TIW+AI - pos-cura - quimico — resiste — INSpecao

- 22 litografia: Processo inverso (Lift-off)

deposicao . alinhamento, exposicao =
resisto - pre-cura — foto maseara —> |cura de reversao| —
revelacao .~ Processo remocao inspecao
flood —> | padrdes | —> |deposicaoAu | — Au restante — final

- Corte dos dispositivos/ limpeza dos dispositivos separados/ inspecao.

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS MATERIAIS E TECNICAS PARA
COLABORACAO COM PESQUISAS INTERNAS.
-Litografia de dispositivos com substratos flexiveis usando AZ3312

deposicao deposicao . exposicao com revelacao
Q — | HMDS | ™ | resiste | 2 |Precura — | “otomascara | ~2 | padrdes

substrato _
PET+ITO , COIrosao remocao Inspecao
—> | Pos-Cura | — ITO — resiste — final

RESULTADOS

Fotos de dispositivos SAW e flexiveis processados para serem utilizados
em projetos DINAM e colaboracao com alunos de outros projetos.
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Figura 1: Substrato com dispositivos Figura 2: Dispositivos cortados
SAW prontos para corte. separados e limpos para utilizacéo.
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Figura 3: Substrato de vidro com Figura 4: Amostras separadas e limpas
Ouro depositado, cortados. para utilizacdo em testes de
funcionalizacdo da camada para
interacdo com células vivas.

Figura 5: Retirada da camada de ITO
de substrato flexivel(PET) apos
fotolitografia.

Figura 6: Resultado final de substrato
flexivel com dispositivos gravados.
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CONCLUSOES

O modelo de bolsa PCI adotado, mostrou-se positivo , pois permitiu que as
atividades realizadas no LAmina contribuissem com varios projetos internos e
externos, totalizando em torno de 200 servicos.

Para melhoria aprimoramento e execucao de técnicas novas e existentes,
estao previstos para o proximo periodo, aprendizado e treinamento de novos
equipamentos:

1- DWL.: equipamento utilizado para escrita direta de padroes em substratos
diversos.

2- Evaporadora EV400: Deposicdo de diversos metais na superficie de
diferentes tipos de substratos.

3- Sintese de oxidos dielétricos pela rota sol-gel.
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